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Abstract (en)
1. Method to improve the corrosion resistance of hard or half-hard phosphorus-deoxidized copper tubes, drawn to size, by removal of residual
lubricant from the tubes inside surface, wherein the tube is heated to a temperature below the range of recristallisation of the tubes, and wherein an
oxidizing atmosphere prevails inside the tubes.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit von auf Endabmessung gezogenen harten bzw. halbharten
Rohren aus phosphordesoxidiertem Kupfer durch Reinigung der Rohrinnenfläche von Schmiermittelrückständen. Die Reinigung erfolgt
erfindungsgemäß dadurch, daß die Rohre zur Verbrennung der Schmiermittelrückstände maximal auf eine Temperatur erwärmt werden, die
unterhalb der unteren Grenze des Rekristallisationsbereichs für die Rohre liegt, wobei im Rohrinneren eine oxidierende Atmosphäre vorliegt.
Mit dieser Erwärmung der harten bzw. halbharten Rohre ist nicht nur eine Verbrennung der Schmiermittelrückstände möglich, sondern es wird
gleichzeitig ein ausreichender Kupferoxidfilm erzielt, der zur Verhinderung der Korrosion beiträgt.
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